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我国人工智能芯片发展探析

吴佳青，任大鹏 *

（中国电子科技南湖研究院，浙江嘉兴 314001）

摘要：人工智能（AI）芯片是支撑智能技术发展的核心硬件，其技术进步对国家科技创新、产业发展、经济增长具有重要意

义。本文从云端智能芯片、边端智能芯片、类脑智能芯片3个方面总结了AI芯片的国际发展趋势，分析了我国AI芯片的应

用需求，从芯片设计、制造、封装、测试等方面梳理了相关产业与技术的发展现状及趋势。当前，国产AI芯片的性能、技

术、产业链存在短板，亟需开展自主创新与产业协同；国产AI芯片开发面临高成本、长周期的挑战，亟需平衡融资压力并

积累发展经验；国内AI芯片领域人才短缺，亟需提高培育质量并控制流失率。为此，论证提出了我国AI芯片的发展路径，

即突破技术瓶颈、加速产业化、拓展国际化、实施市场扶持，重点采取技术创新和重点项目建设、新型芯片架构和开源产业

生态建设、技术标准体系制定、“产教研”融合等举措，以推动我国AI芯片产业可持续和高质量发展。

关键词：人工智能芯片；芯片设计；芯片制造；芯片封装和测试；产业化

中图分类号：TP18  文献标识码：A

Development of Artificial Intelligence Chips in China
Wu Jiaqing, Ren Dapeng *

(China Nanhu Academy of Electronics and Information Technology, Jiaxing 314001, Zhejiang, China)

Abstract: Artificial intelligence (AI) chips are the core hardware supporting the development of intelligent technologies and their 
technological advancements hold significant importance for national scientific innovation, industrial development, and economic 
growth. This study summarizes the global development trends of AI chips from three perspectives: cloud AI chips, edge AI chips, and 
neuromorphic chips. It analyzes the application demands of AI chips in China and reviews the current status and development trends 
of related industries and technologies from the aspects of chip design, manufacturing, and packaging and testing. Currently, AI chips 
manufactured in China have shortcomings in terms of performance, technologies, and supply chain, necessitating independent 
innovation and industrial collaboration. The development of these chips also encounters challenges such as high costs and long cycles, 
requiring stable financing channels and the accumulation of development experiences. Moreover, the AI chip sector in China suffers 
from a talent shortage, demanding improved training quality and better talent-retaining strategies. Accordingly, this study proposes 
development paths for China’s AI chip industry, including overcoming technical bottlenecks, accelerating industrialization, expanding 
internationalization, and implementing market support. Key measures include advancing technological innovation and major project 
development, fostering new chip architectures and open-source industry ecosystems, establishing technical standards, and promoting 
the integration of industry, education, and research. These efforts aim to drive the sustainable and high-quality development of China’s 
AI chip industry.
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一、前言

传统芯片以通用计算为主，强调面向广泛任务

的普适性和通用性。人工智能（AI）芯片在架构上

更多采用异构计算和低功耗设计，针对AI算法进

行特殊加速设计或者经过软硬件优化，注重高效处

理大规模并行计算和深度学习算法，以满足特定的

应用需求[1]。当前，全球AI芯片产业蓬勃发展[2,3]，

英伟达公司、谷歌公司、英特尔公司均推出专用AI

芯片，涵盖图形处理器（GPU）、张量处理单元

（TPU）、现场可编程门阵列（FPGA）、专用集成电

路（ASIC）等技术路线[4]；相关芯片在云计算、边

缘计算、无人驾驶、第五代移动通信（5G）等领域

获得广泛应用，以芯片架构创新、低功耗设计、算

法与硬件协同优化等为主要研究方向。发达国家在

AI芯片方面加大投资与政策支持，争取在全球AI

产业中占据优势位置[5~9]。

我国的AI芯片产业尚处于起步发展阶段。长

期以来，国内在中央处理器（CPU）、GPU、数字

信号处理器（DSP）设计上一直处于追赶位置，

多数芯片设计企业依赖国外的知识产权（IP）核

来设计芯片，导致自主创新设计受到极大限制。

近年来，国内产业链得到逐步完善，在AI芯片领

域取得了一些突破，部分企业实现自主设计和技

术创新[10~12]。例如，AI芯片已列入国家发展规划，

《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划

（2018—2020年）》重点支持神经网络芯片，推动

AI芯片的规模化应用[13]。2024年，我国AI芯片市

场规模超过 1400亿元，逐渐形成了从上游原材料

供应到下游应用市场的完整产业链[14]。尽管在高

端设计、芯片制造环节仍依赖国外技术，但国产

化进程正在加速，部分企业在特定领域取得显著

进展[15]。未来，随着技术不断突破、应用领域进

一步拓展，我国有望在全球AI芯片市场中占据更

大的份额。

AI芯片发展事关国家科技自主创新、核心技术

竞争力提升。本文着眼我国AI芯片发展课题，梳

理AI芯片的国际发展趋势，剖析我国AI芯片的发

展需求及其在科技创新和产业升级中发挥的关键作

用，进而研判我国AI芯片发展方向并设计领域发

展路径，以为我国AI芯片领域的理论研究与产业

实践提供参考和启示。

二、人工智能芯片的国际发展现状

以生成式AI为代表的AI算法发展迅猛，发达国

家都在AI芯片领域进行重点布局，体现出政策支持、

市场驱动、国际合作的高度融合，基本形成全球科

技竞争与协同发展的新格局。美国、日本、欧盟均

以立法形式增加直接投资，鼓励本土企业加快技术

创新，积极扩大产能并增强国际市场竞争力，同步

维护供应链安全。在技术和产业方面，AI芯片主要

分为部署在数据中心的云端智能芯片、分布在网络

边缘或直接嵌入终端设备的边缘智能芯片[16,17]；此

外，AI技术应用对更高效、更逼近人类智能的计算

能力提出需求，类脑智能芯片逐渐成为重要分支[18]。

（一）云端智能芯片

用于云端推理和训练的芯片系统是生成式AI

的主要计算平台，具有工艺先进、算力大、先进互

联的基本特征。① 在先进工艺方面，英伟达公司的

数据中心GPU A100采用台积电公司的7 nm工艺进

行制造；更新的Blackwell GPU采用专门定制的台

积电公司 4NP工艺制造，晶体管数量为 2080亿个，

集成度进一步提高。② 在算力方面，生成式AI算

力需求呈指数级增长，英伟达公司持续推出

Ampere、Hopper架构GPU，在AI、数据中心、图

形计算领域获得广泛应用，8年内将单卡AI训练性

能提升 1000倍[19]。③ 在先进互联方面，高速互联

方案是实现算力扩展的重要依托。多节点训练和推

理系统是目前主流的实现方案，高带宽的通信协议

成为云端智能芯片的重要发展趋势。NVLink是专

用于英伟达公司GPU之间的点对点互连协议，第五

代高速互联方案的总带宽是PCIe5.0 x16链路带宽的

14倍；自研交换芯片NV Switch用于解决GPU之间

通信不均衡的问题[20]。超威半导体（AMD）公司将

CPU 领域的芯粒（Chiplet）工程经验拓展应用至

GPU，通过多裸片（Die）封装缩小与竞争产品的

差距，如MI200系列芯片采用多Die整合封装，通

过桥接技术在单芯片上集成两个Die；MI300系列

同样采用Chiplet设计，集成CPU和加速计算单元

以增强单芯片的扩展性[21]。

（二）边端智能芯片

边缘端的AI芯片呈现专用化、高能效化、低
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功耗的发展趋势。基于AI系统级芯片的嵌入式专

用推理芯片成为边缘端智能芯片的主要存在形

式[22,23]，支持实时数据处理、低延迟的边缘端AI处

理应用，如智能安防、高级驾驶辅助系统／自动驾

驶、智能家居、可穿戴智能设备、商业和工业场合

的AI应用（智能交通、智慧城市、工厂机器视觉、

机器人和自动导引车等）。英伟达公司的 Jetson系列

芯片用于智能机器人和自动驾驶应用场景[24]；高通

公司的骁龙 865/888系列芯片集成专用的嵌入式神

经网络处理器（NPU），用于处理手机端的本地AI

推理任务；苹果公司研制的A、M系列芯片均搭载

NPU，处理各种场景中的AI推理任务；索尼公司

的Alpha 7R V搭载基于深度学习的AI芯片，可智

能预测和处理人的身体姿态信息，提高相机识别拍

摄主体的精确度。

（三）类脑智能芯片

类脑智能芯片相较传统芯片在功耗、集成度上

具有显著优势，既能够突破传统计算体系结构的局

限性，实现数据并行传送和分布式处理，以极低功

耗实时处理海量数据，也可以突破传统“执行程

序”计算范式的局限性，形成“自主认知”新范

式。类脑智能芯片是处于概念验证阶段的集成电路

产品，在 AI 发展过程中起到“先行者”的作用，

为边端智能探索了新的应用渠道[25]。美国企业率先

研究类脑智能芯片，使用神经元和突触的方式替代

传统冯·诺依曼架构体系，用于异步、并行、低

速、分布式信息数据处理，赋予机器以自主感知、

识别、学习等能力。国际商业机器公司开发了首款

类脑智能芯片TrueNorth[26]，英特尔公司、德累斯顿

工业大学、海德堡大学陆续发布了类脑智能

芯片[27~31]。

三、我国人工智能芯片需求分析与发展态势

近年来，我国AI芯片领域保持活跃发展态势，

AI芯片产业进入快速发展阶段。2023年，我国AI

芯片市场规模为 1206亿元；2024年，市场规模进

一步增长至约1412亿元[32]。我国基本构建从基础研

究到产业应用的完整链条，涵盖芯片设计、制造、

封装和测试等关键环节，形成环环相扣、协同发展

的生态体系。

（一）人工智能芯片需求分析

我国AI芯片产业快速增长，受到多方面因素

的驱动。AI 芯片是支持 AI 技术实现的核心硬件，

AI应用的普及推动了AI芯片需求的持续增长。随

着深度学习、自然语言处理、计算机视觉等AI技

术的快速发展，AI应用场景不断扩展，涉及自动驾

驶、智能制造、医疗健康、金融、智慧城市等领

域。相关领域对算力的需求极为迫切，尤其是AI

模型的训练和推理过程需要高效率AI芯片的支持。

与此同时，技术自主可控成为国内AI芯片产业发

展的战略目标，国家高度重视半导体和芯片领域的

自主研发能力。在国际芯片产业竞争加剧的背景

下，迫切需要自主可控的AI芯片，确保AI领域的

技术安全与国际竞争力。自主研发AI芯片，能够

推动本土技术创新和相关产业链健康发展。

国家积极支持AI芯片产业发展，在相关发展

规划中提出，加强数字技术创新，提升AI芯片的

研发与应用能力。各级管理部门在研发资金、人才

引进、产业园区建设等方面发布支持政策，为AI

芯片产业发展提供有力支撑。随着传统产业数字化

转型的进一步深化，AI成为推动智能化、自动化的

重要技术，促使传统企业增加对高效能、低功耗AI

芯片的需求，进一步推动AI芯片的多样化和定制

化发展。

云计算和边缘计算的发展需求，推动AI芯片

技术进步。随着 5G、物联网技术的推广应用，边

缘计算和云计算已成为主流架构，云端计算对高性

能芯片的需求增长显著，以实现大规模数据处理与

存储，边缘计算则在低功耗、高效率、实时性方面

提出更高要求。在国内市场上，云计算、边缘计算

需求叠加，共同推动AI芯片在多种应用场景中的

快速应用。

（二）芯片设计领域发展现状及趋势

芯片设计科技水平较高，我国企业正在加快追

赶国际先进水平。虽然整体而言在高端芯片设计上

仍处于跟随发展状态，但在以AI芯片设计为代表

的特定应用领域，我国实现从“跟跑”到“并跑”

发展。

集成电路设计是AI芯片设计的重要组成部分，

相关产业规模正在持续扩大。中国半导体行业协会

的统计数据表明，2023年我国集成电路设计行业的
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销售额约为5774亿元，国内涉及集成电路设计的企

业数量为3451家。我国集成电路设计业产值占集成

电路市场总产值的 43.2%，2023年市场规模增长至

6543亿元[33]。国内AI芯片设计的产业规模正在快

速扩大，未来发展空间广阔。

近年来，我国集成电路设计技术进步显著，超

算领域的快速发展是芯片设计技术突破后的直接体

现。“太湖之光”“天河”系列超级计算机，分别搭

载 MT-3000 处理器、申威 26010 处理器等国产芯

片，在实际应用中展现出良好性能，为科研、教

育、国防等领域提供强大的算力支持。华为技术有

限公司发布的昇腾910是面向AI训练需求的高性能

芯片[34]，集成晶体管数量超过 200亿个，在处理复

杂AI任务时与国际主流GPU表现相当。在加密货

币领域，北京比特大陆科技有限公司在芯片设计技

术的特定行业应用方面建立了优势，相关产品在国

际市场上居主导地位。在类脑计算领域，清华大学

研究团队开发了类脑智能芯片“天机芯”，采用众

核架构、可重构功能模块、混合编码方案的类数据

流控制模式，可适应机器学习算法、神经形态计算

模型及编码方案[35]。

互联网行业对云端算力提出了较高需求，因

而互联网企业积极投入AI芯片产业，自研云端智

能芯片，如昆仑芯、含光 NPU 智能芯片、玄铁

CPU。

（三）芯片制造领域发展现状及趋势

在芯片制造方面，国内能力整体处于“跟跑”

状态，7 nm及以下的高端制造工艺依赖进口设备

和技术。中国半导体行业协会的统计数据表明，

2023年我国集成电路产业的销售额约为13 093亿元，

其中芯片制造产值约为2423亿元。国际半导体产业

协会的研究数据表明，2023年位于中国大陆地区的

半导体厂商，晶圆产能为 760 万片/月，同比增长

12%；2024 年的晶圆产能提升至约 860 万片/月；

2025年8 in（1 in≈25.4 mm）晶圆产能将增长66%，

集成电路产业规模将超过2万亿元。

近年来，我国芯片制造技术发展迅速，尤其是

在 7 nm及以下的工艺节点探索与应用方面缩短了

与国际领先水平的差距。芯片制造技术的进步，提

升了芯片的集成度和性能，为智能手机、数据中

心、AI应用等提供了关键支持。例如，中芯国际集

成电路制造有限公司开发了 0.35 μm至 14 nm的鳍

式场效应晶体管技术节点，提供8 in、12 in晶圆代

工服务[36]；上海华虹（集团）有限公司在嵌入式非

易失性存储器、功率器件等方向掌握了具有世界先

进水平的多项核心技术，开始应用于相关产品的批

量生产。晶圆制造投资规模大、技术难度高，是芯

片产业链的核心环节、国内与世界领先水平差异最

大的环节；国内晶圆代工厂持续加强研发投入并积

累众多核心技术[37,38]，但在实验室研发技术转化为

实际应用和商业产品方面仍面临诸多挑战。需要鼓

励技术成果从研发机构向企业的转移和商业化，加

强跨机构／企业合作，重复验证技术成果以适应工

业化需求。

（四）芯片封装和测试领域发展现状及趋势

在芯片封装和测试方面，国内整体水平与国际

先进水平相当，部分企业开始“并跑”。全球半导

体产业正处于第三次产业转移的进程中，芯片封装

和测试作为半导体领域壁垒相对低的领域，主要转

移至亚洲地区。芯片封装和测试成为我国半导体的

优势环节，市场规模稳步扩大。2024年我国半导体

先进封装市场规模接近 1000亿元，2025年有望突

破 1100 亿元[39]。芯片封装分为传统封装、先进封

装，两种技术之间不存在明确的替代关系，市场占

比分别为 64%、36%。先进封装市场需求维持着较

高的增速，国内企业主要投资先进封装领域，相关

企业数量超过 1200家；但多数国内企业体量较小，

如2022年营收超过5亿元的企业不足20家。国内企

业突破了系统级封装、芯片堆叠、扇出型封装

（FO-WLP）等先进封装工艺[40]，推出了多款高性能

封装解决方案，提升了芯片的集成度和性能。例

如，江苏长电科技股份有限公司掌握了FO-WLP技

术，将芯片重新布线到更大面积的基板上，可提供

更高的性能和更低的功耗[41]。

芯片测试是保障芯片质量和性能的关键环节。

国内企业加大研发投入，自主研发自动化测试设

备，注重测试标准制定和方法创新，部分技术接近

国际领先水平。中芯国际集成电路制造有限公司、

华天科技（西安）有限公司、华大半导体有限公司

与国际知名测试设备制造商合作，掌握了先进的芯

片测试技术，发展和应用了高效、精准的系列化测

试设备，有效降低了生产成本。
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国内机构在芯片封装和测试领域的技术标准制

定以及产业链协同方面也取得良好进展。中国电子

技术标准化研究院、中国半导体行业协会等积极参

与相关国际标准制定，增强了我国在全球半导体标

准领域的话语权。国内芯片封装和测试企业加强与

上游芯片设计公司、下游应用厂商的合作，以产业

链紧密协作的形式推动技术迭代和应用普及。

四、我国人工智能芯片发展面临的挑战

（一）国产芯片的性能、技术、产业链存在短板，

亟需开展自主创新与产业协同

国产AI芯片在性能（计算能力滞后于国际领

先产品）、功耗（高能耗引发散热问题）、应用场景

（侧重推理而缺乏大规模训练能力）等方面存在短

板和不足，全产业链上的自主创新能力受到外部因

素制约，特别是在电子设计自动化（EDA）工具、

制造设备及工艺、人才储备、知识产权等方面相较

国际先进水平仍有一定的差距，迫切需要开展技术

突破和产业协同。

AI芯片相关的自主创新能力和技术水平亟待提

升。以光刻机这一核心设备为例，在受到国际环境

制约的背景下，我国芯片制造技术虽有重要进展，

但与世界领先水平的差距客观存在，如自主可控的

主流技术落后两代左右。从全球视域看，我国在AI

芯片领域的整体水平虽有进步，但仍需加快追赶美

国、韩国、日本等国的企业。需要加强核心技术研

发与产业协同，弥补国产芯片在性能、技术和产业

链上的短板。加大基础研究和关键领域的研发投

入，集中力量攻克芯片设计、先进制程工艺、核心

设备制造等方面的瓶颈技术，推动技术体系自主可

控。构建高效协同的产业生态，深化“产学研”结

合，形成从研发到生产的全链条合作机制。实施积

极的政策引导和资金支持，促进上下游企业协同创

新，推动供应链国产化，逐步实现我国AI芯片产

业在全球市场竞争中的突破与领先。

（二）国产芯片开发面临高成本、长周期的挑战，

亟需平衡融资压力并积累发展经验

对于芯片设计企业而言，在从开发到成品的过

程中，IP核授权、开发软件、流片、芯片制造／封

装／测试等方面的费用是高额的刚性成本，一旦芯

片流片后性能不及预期，则前期投入失利而形成较

大损失。发展AI芯片，直接考验技术团队过往的

工程化经验。以ASIC芯片开发为例，65 nm制程芯

片的开发费用约为 2850万美元，而 5 nm制程芯片

的开发费用约为 5.422 亿美元，两者相差 1 个数

量级。

在AI应用领域，依据芯片的部署位置和任务

特性来采用差异化的制程：云端智能芯片追求高算

力，需要优先采用先进制程，如中科寒武纪科技股

份有限公司的MLU100芯片采用了7nm制程；在边

缘端、部分移动端，设备根据使用场景和芯片设计

架构的不同而采用 28 nm、22 nm、16 nm、10 nm

制程的芯片；终端设备常采用 65 nm、28 nm制程

的芯片，如作为系统芯片则采用28 nm制程。根据

行业调研结果，目前国内AI芯片的开发费用低于

国际估算值，如系统芯片的开发费用约为国际估算

值的20%~50%。以终端常用的28 nm制程为例，AI

系统芯片的开发费用约为2500万美元。

即便国内AI芯片的设计费用相对低，但千万

美元级别的芯片研制费用，叠加 1~3 年的研制周

期，导致AI芯片企业面临极大的生存和发展压力。

相关企业在融资的早期阶段需要大量资金注入，才

能度过没有产品销售、难以获得经营性收入的发展

历程。可见，开发AI芯片不仅需要大量资金支持，

还需要深厚的技术经验才能确保芯片开发过程的高

效率和成功率。相关企业需要持续加强技术积累，

注重开展跨领域合作，拓展稳定的融资渠道，才能

有效应对高成本、长周期的行业发展挑战，进而构

建竞争优势、取得市场成功。

（三）人工智能芯片领域人才短缺，亟需提高培育

质量并控制流失率

AI芯片领域存在人才短缺问题，突出表现在高

端芯片设计、EDA工具开发、芯片制造与工艺技

术、AI算法与硬件协同设计等方面。精细的AI芯

片设计、复杂的系统架构设计需要技术人员具有深

厚的专业知识，而国内具备这些能力的人才极为稀

缺。工业和信息化部人才交流中心的数据表明，国

内AI不同技术方向上的岗位人才供需比均低于0.4，

如AI芯片技术人才供需比为0.32，机器学习、自然

语言处理等技术人才供需比均不足 0.2。此外，AI

芯片设计不仅依赖硬件，还要求软硬件的紧密结
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合，这就对同时掌握AI算法、硬件优化能力的复

合型人才提出了直接需求。

国内AI芯片产业发展迅速，但由于技术难度

高、研发周期长、财务风险大，许多优秀人才倾向

于选择其他行业或出国深造，加剧了AI芯片领域

的人才流失程度。例如，英伟达公司的统一计算设

备架构生态有近2万人参与开发，而当前国内所有

AI芯片公司的人员总和仅为 1000人左右。需要多

措并举提高国内人才培育质量并控制流失率。在高

校、科研院所优化学科布局，推动校企合作，注重

理论与实践结合，培养复合型高端人才。完善薪酬

激励机制、人才发展政策，提供稳定的研发环境和

具有竞争力的待遇，为AI芯片产业发展提供持续

的人才支持。

五、我国人工智能芯片发展路径设计

（一）我国人工智能芯片发展路线

我国在 AI 芯片领域的发展需立足当前实际，

逐步突破瓶颈技术环节，以“政产学研”合作推动

自主创新和产业化。近期，可重点开展深度学习芯

片的基础研发，推动NPU的初步应用落地，满足物

联网、智能家居等领域的应用需求。到 2030 年，

AI芯片技术应向高端拓展，支持自动驾驶、智能机

器人等复杂任务，集成AI硬件加速器并优化能效，

形成自主化、完善的生态体系。到 2035年，推动

AI芯片在智慧工业、自动化交通等领域的普及应

用，实现相关领域全面智能化，同步构建国际市场

竞争力。

1. 突破技术瓶颈，注重自主创新与自主可控

高端芯片设计和制造技术是国产AI芯片的研发

重点，尤其是在半导体制造工艺、EDA软件、先进

设备及材料等方面，需要加快追赶国际领先水平，

合理降低对外依赖度。遵循科学规划，合理加大基

础研究、核心技术创新、产业链自主可控等方面的

投入，鼓励“产学研”联合攻关，推动从AI芯片设

计到大规模应用的全链条技术自主化。借鉴开源软

件成功经验，降低创新门槛，提高企业自有能力，

发展国产开源芯片。同步与国际顶尖科研机构和企

业开展技术交流与合作，共建AI芯片产业生态。

2. 加速产业化，强化技术转化与市场应用

在AI芯片技术突破后，快速转化为实际应用

并孵化新兴产业，是AI芯片产业可持续发展的关

键支撑。需要建设包括芯片设计、生产、封装、测

试、市场推广等在内的产业链，尽量实现各个环节

的本土化。加快突破GPU芯片、集群低时延互连网

络、异构芯片管理等技术，建设超大规模智算中

心，满足大模型训练和应用推理需求，着重在自动

驾驶、智慧医疗、智慧城市等领域开展技术转化与

创新应用。通过项目示范、政策扶持等方式，鼓励

企业将自主研发的AI芯片应用于实际场景，进而

推动芯片技术升级、扩大市场接受度。

3. 拓展国际化，增强技术产品国际市场竞争力

在我国AI芯片技术发展和成熟后，进一步的

目标是积极拓展国际市场，特别是在发展中国家和

新兴市场上寻求市场机会，提升国际市场竞争力并

扩大技术产品的出口规模。我国的AI芯片产业可

与国际领先企业开展业务合作，推动全球范围内的

技术交流和产品应用。AI芯片研发既要满足本土需

求，也需在性能、特性、成本等方面形成特色并构

建优势。与全球技术领先企业、学术机构、行业协

会合作，共同推动标准制定；设立海外研发中心、

技术支持团队，加大面向国际市场的营销投入，逐

步提升产品的国际市场占有率。

4. 实施市场扶持，加大投入并激励创新

在AI芯片技术和产业的发展过程中，政策支

持和市场激励的作用至关重要，可通过税收优惠、

资金支持、人才引进等方式，促进AI芯片领域的

创新发展。论证设立专项基金，支持AI芯片及其

他企业进行技术研发和产品创新，以公开采购、公

共项目示范等形式拓宽市场需求。在政策层面，鼓

励企业加大研发投入，采取更积极灵活的方式吸引

顶尖人才进入AI芯片领域。完善知识产权保护制

度，激发企业创新热情，保障AI芯片产业的中长

期可持续发展。

（二）我国人工智能芯片发展重点举措

1. 加强技术创新和重点项目建设，推动人工智

能芯片领域全面发展

技术创新是推动AI芯片领域发展的关键，需

要着力加强AI芯片关键技术研发工作。AI芯片研

发具有技术密集型特征，需要以坚实的基础研究为

支撑。建议国家和地方层面建立多层次的项目、资

金、政策、人才支持体系。① 建设AI芯片产业发
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展配套设施，设立AI芯片领域的创新示范区和重

点实验室。选取若干具备良好条件的地区，设立国

家级AI芯片产业园区，提供政策和资金支持，如

实施税收减免政策、强化知识产权保护机制、发布

AI芯片产业发展规划、实施高层次人才引进计划

等。② 设立AI芯片专项科研基金，支持“产学研”

联合开展基础研究和应用研究；提供AI芯片产业

投资基金、贴息专项贷款，降低创新型企业的融资

成本，保障初创企业和成长型企业的发展需求。针

对AI芯片领域取得的重大技术突破和产业化成果，

合理给予补助和奖励，激发技术创新和产业化应用

活力。

2. 推动新型芯片架构和开源产业生态建设，促

进人工智能芯片技术自主可控

支持新型芯片架构研发，重点在存算一体、类

脑芯片等前沿技术方向上进行深入布局：前者可解

决传统芯片架构在数据传输及存储方面存在的瓶

颈，更好适应AI、5G等应用对高性能计算的需求；

后者具有自学习和自适应能力，有望实现真正的智

能化应用。激励企业和科研机构创新自主芯片架

构，加快推动新型架构芯片在AI芯片领域的应用。

促进开源产业生态发展，鼓励企业、科研院所、高

校在芯片设计、开发工具、技术平台方面高质量共

享资源，加快AI芯片技术的演进和产业化。高质

量建设开源芯片平台，加速开源芯片设计工具的国

产化进程，形成开放式的 AI 芯片技术生态体系，

保障国内芯片技术创新需要，提高在国际芯片市场

上的竞争力和话语权。

3. 加快制定技术标准体系，构建完善的人工智

能芯片发展生态

AI芯片产业的健康发展需要以完善的标准体系

作为支撑。我国AI芯片领域尚处于发展初期，加

之应用场景复杂，出现了“百花齐放”的技术发展

态势。需要加强行业发展顶层设计，引导国内研发

机构形成合力，加快制定AI芯片技术标准，突出

科学性、先进性和适用性。建议相关机构组织成立

AI芯片标准化委员会，负责我国AI芯片领域的标

准制定、修订和推广。重点制定AI芯片设计、制

造、封装、测试等环节的技术标准，支持形成行业

发展合力；广泛征求各方意见，从技术、需求等角

度确保标准制定过程的科学公正；注重与现有及在

研国际标准的接轨，推动我国AI芯片标准的国际

化。AI芯片的生态丰富程度事关应用市场的接受

度，完善产业发展生态需要深度参与国际合作。积

极参与电气电子工程师学会、固态技术协会等国际

标准化组织的相关工作，争取在国际标准制定中占

据适当地位，推动我国技术标准成为国际标准。制

定与标准推广相关的政策，推动AI芯片技术标准

在行业内的应用和实施。采取标准认证、示范应

用、试点推广等方式，提高企业对AI芯片技术标

准的接受度，促进相关标准的全面实施。

4. 加强“产教研”融合，培育产业应用导向的

人工智能芯片人才

AI芯片产业发展具有鲜明的应用导向性，技术

研发与实际需求应保持紧密关联，相应的人才培养

需要“产教研”融合并突出产业应用导向。面向产

业应用需求，鼓励高校、科研院所、企业深度合

作，联合培养具有扎实专业知识、熟悉产品研发和

商业运作的产业应用型人才。引导企业注重内部人

才培养，建立完善的内部培训和能力提升体系，提

高自有人才的成长速度。优化人才引进政策，鼓励

国内外学术交流与技术合作，为海外人才以多种方

式参与联合研究提供便利条件。建立AI芯片产业

标准和认证体系，推动跨学科人才培养，有效应对

AI芯片技术的复杂性和多样化的应用需求。

六、结语

本文系统梳理了AI芯片领域产业和技术现状，

研判了我国AI芯片的发展方向并设计了相应发展

路径。我国在AI芯片设计领域进展迅速，但在高

端制造、关键设备、技术生态等方面仍存在“短

板”；AI芯片研发成本高、周期长、高端人才缺乏

等情况，客观上制约了AI芯片产业的自主可持续

发展。为此，亟需突破技术瓶颈、加速产业化、拓

展国际化、实施市场扶持，重点采取技术创新和重

点项目建设、新型芯片架构和开源产业生态建设、

技术标准体系制定、“产教研”融合等举措，促进

AI芯片产业高质量发展。

着眼未来发展，随着生成式AI、边缘计算、智

能终端等的快速演进，AI芯片的市场需求与技术要

求仍将持续提升。应着力研究存算一体、类脑芯片

等前沿技术方向，保持自主创新与国际合作相结

合，构建完善的 AI 芯片发展环境；探索高效率、
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低功耗的芯片设计与应用解决方案，加强AI芯片

与自动驾驶、智能制造、智慧城市、医疗健康等领

域的多场景深度融合，更好满足多样化的国内国际

市场需求，不断提升我国AI芯片应用规模与国际

市场竞争力。
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